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• 将来の事象に係わる記述に関する注意：本資料に記載されている情報, ならびに⼝頭で提供される情報は, 現時点で⼊⼿可能な情報をもとに, 当社が合理的であると判断した⼀定の前提に基づいております。これらは, 市況, 競争状況, 
半導体業界 ならびに⾃動⾞関連業界等の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。従って, 今後の当社の実際の業績が, 本資料に記載されている情報と⼤きく異なる場合がありますことをご承知おき下さい。

• ⽤語について：注記がある場合を除き, 半導体製造装置セグメントを「半導体」, 精密計測機器セグメントを「計測」, また親会社株主に帰属する当期純利益を「当期純利益」と記載します。
• 記⼊データについて： 記載されている⾦額や⽐率の情報は「億円」、またはパーセント(%)による要約表⽰を⾏っております。その為, 内訳の計が合計と⼀致しない場合があります。
• 監査について：本プレゼンテーション資料は, 監査法⼈による監査の対象外です。
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@ TOKYO SEIMITSU

エグゼクティブサマリー

2

2024年度
業績

2025年度
業績予想

本⽇発表の
中期経営計画の

ポイント

• 売上⾼1,505億円、純利益256億円となり、既往ピークを更新
• ⽣成AIを含むHPC及び、中国需要の受注・売上が進展、増収増益の着地
• 期末配当予想を修正、年間配当予想は253円(前期⽐61円増配)

• 通期売上⾼予想 1,590億円、営業利益310億円、増収増益予想
• ⺠⽣需要の回復が⾒込みづらい中引き続き⽣成AIを含むHPC等がけん引

• 2025年度-2027年度 中期経営計画を策定
• パーパス実現の⼀歩として、成⻑とインフラ固めを両⽴させる
• 単年度定量⽬標：売上⾼1,850億円、営業利益450億円、ROE15%

 代表取締役社⻑COOの⽊村です。
本⽇はご多忙のところ、ご参加いただきまして 厚く御礼申し上げます。

 まず2ページ⽬は、本⽇の開⽰内容に関するエグゼクティブサマリーです。

 なお、今回の説明会より⽣成AIに関連するAIロジック、HBM、HPCを
合わせて「⽣成AIを含むHPC」と呼称します。

 2024年度業績ですが、売上⾼・純利益で既往ピークを更新しました。
⺠⽣需要が軟調な中でも、⽣成AIを含むHPC向けの受注・売上が
進展しました。
また、本⽇の適時開⽰にありますように、
期末期配当予想を1株あたり25円増配することとしました。
年間配当予想は、前期⽐ 1株あたり61円増配の、1株253円となります。

 2025年度業績予想ですが、売上⾼ 1,590億円、営業利益310億円と、
増収増益予想を開⽰しました。
引き続き、⺠⽣需要の回復が⾒込みづらいものの、⽣成AIを含むHPCが
けん引してゆく想定です。

 また、2025年度から2027年度までの中期経営計画を発表いたしました。
当社のパーパスを実現するための⻑期ビジョンを踏まえ、期間の成⻑と、
今後の成⻑の為のインフラ固めを両⽴させていく予定です。

 中期経営計画の定量⽬標は、単年度の売上⾼1,850億円、営業利益450億円、
ROE15%といたしました。
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@ TOKYO SEIMITSU

2024年度通期連結業績
増収増益決算。連結売上⾼・純利益は既往ピークを更新。受注⾼も両セグメントで増加
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前期⽐2⽉予想⽐2024年度2023年度セグメント別業績
+25%-1,077861受注⾼

半導体
製造装置

+13%+301,1351,001売上⾼
+22%-243199営業利益

+2pt-(21%)(20%)(利益率)

+9%-379348受注⾼

計測機器 +7%+16371346売上⾼
-0%-5454営業利益
-1pt-(15%)(16%)(利益率)

前期⽐2⽉予想⽐2024年度2023年度全社業績(億円)
+20%-1,4561,209受注⾼
+12%+451,5051,347売上⾼
+17%+12297253営業利益

+1pt-(20%)(19%)(利益率)
+13%+14299265経常利益
+32%+23256194当期純利益

+15%+910490試験研究費
-12%+7102116設備投資
+9%-15147減価償却費

 3ページは、2024年度通期の業績です。

 上段、2024年度は、受注⾼1,456億円、売上⾼ 1,505億円、
営業利益297億円、経常利益299億円、当期純利益256億円となり、
売上⾼は初めて1,500億円を超えたほか、純利益は既往ピークを
更新しました。

 中段、試験研究費の実績は104億円、設備投資は102億円、
減価償却費は51億円となりました。
試験研究費は、開発の強化、
設備投資は、新たに決定した韓国でのデモセンター建設投資などにより、
予定を上回る規模となりました。

 セグメント別の業績は下段の通りです。

 また 本⽇ 配当に関する適時開⽰を⾏っております。
期末配当予想を1株あたり139円とし、
年間配当の予想は、1株253円となります。

3



@ TOKYO SEIMITSU

2024年度第4四半期連結業績
第4四半期の売上⾼は⾼⽔準・前年同期⽐で増加
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前年同期⽐前四半期⽐2024-4Q2024-3Q2024-2Q2024-1Q2023-4Q2023-3Q2023-2Q2023-1Qセグメント別業績
+12%-10%265295246271236202220203受注⾼

半導体
製造装置

+2%+57%361230323220355176282187売上⾼
-3%+96%8744783390195832営業利益
-1pt+5pt(24%)(19%)(24%)(15%)(25%)(11%)(20%)(17%)(利益率)

+14%-11%879891103761008092受注⾼

計測機器 +10%+30%113879576103788779売上⾼
-1%+56%191215819111410営業利益
-2pt+3pt(17%)(14%)(16%)(10%)(19%)(14%)(16%)(13%)(利益率)

前年同期⽐前四半期⽐2024-4Q2024-3Q2024-2Q2024-1Q2023-4Q2023-3Q2023-2Q2023-1Q全社業績(億円)
+13%-10%353392337374312301299295受注⾼
+4%+50%474317418296458254369266売上⾼
-3%+87%106579341109307143営業利益
-2pt+5pt(22%)(18%)(22%)(14%)(24%)(12%)(19%)(16%)(利益率)

-11%+53%101668843114307447経常利益
-14%+64%75461003688215332当期純利益

+25%+8%2825282322232322試験研究費
+9%+60%3924122835131948設備投資
+2%+3%1313131213131110減価償却費

 4ページは、四半期の業績推移となります。

 この第4四半期ですが、両セグメントとも出荷が想定以上に進んだことで、
前四半期⽐で増収となり利益も増加しました。

 受注⾼は、両セグメントとも、前四半期⽐で減少しておりますが、
引き続き⾼⽔準となっています。

 次に、セグメント別に説明いたします。
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@ TOKYO SEIMITSU

半導体製造装置セグメント 業績推移
第4四半期の受注⾼は、引き続き⽣成AIを含むHPC需要がけん引も、受注残⾼の⼀部整理(約20億円)により前四半期⽐で減少
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 5ページは、半導体の受注⾼・売上⾼・営業利益の四半期推移を
グラフで⽰したものです。

 この第4四半期の受注⾼は265億円となりました。
⽣成AIを含むHPC関連の受注は、当社の想定を上振れた⼀⽅、
売上の実現性が低いと判断した受注残⾼を約20億円整理した結果、
前四半期⽐では減少しました。
なお、第3、第4四半期、すなわち下期の受注⾼に占める
⽣成AIを含むHPCの受注構成⽐は、3割半ばとなりました。

 第4四半期の売上⾼は、出荷が想定以上に進み、⼤幅に増加しました。
なお、下期の⽣成AIを含むHPCの売上構成⽐は、約2割でした。
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@ TOKYO SEIMITSU

半導体製造装置セグメント 製品別構成⽐
第4四半期はプローバの受注構成⽐が増加
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 6ページは、半導体の四半期受注⾼・売上⾼を装置別に⽰したものです。

 右側、 受注⾼について、第4四半期の 検査装置、プローバの受注構成⽐が
従前の6割程度から、7割程度まで上昇しています。
これは、⾼精度温度制御のプローバの受注が増加している⼀⽅で、
SiC向けのグラインダ需要が減少していることなどによります。
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@ TOKYO SEIMITSU

計測機器セグメント 業績推移
第4四半期の受注⾼は、季節的な減少の中、更新需要などの獲得により⼀定の⽔準
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 7ページは、計測の受注⾼・売上⾼・営業利益の四半期推移を
グラフで⽰したものです。

 第4四半期の受注⾼は87億円となりました。
季節的な減少はありましたが、設備更新需要などを獲得し、
⼀定の⽔準となりました。
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@ TOKYO SEIMITSU

計測機器セグメント 製品別構成⽐
第4四半期は受注・売上ともに製品別構成⽐に⼤きな変化はない
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 8ページは、計測の四半期受注⾼・売上⾼を装置別に⽰したものです。

 装置別の受注動向は、多少のばらつきがございますが、
充放電試験システムの受注構成⽐が増加傾向となっています。
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@ TOKYO SEIMITSU

貸借対照表
売上債権の回収・固定資産の譲渡等により現預⾦が増加、⻑期借⼊⾦が減少
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固定資産
651 

717 686 

他 70 
70 55 

在庫
535 

672 695 

売上債権
434 

428 398 

現預⾦
401 

368 545 
2,090 

2,255 
2,380 

2023年3⽉末 2024年3⽉末 2025年3⽉末

純資産
1,460 

1,584 
1,762 

固定負債 121 

211 

148 他流動負債
286 

282 
303 買⼊債務 224 

178 
167 

2,090 
2,255 

2,380 

2023年3⽉末 2024年3⽉末 2025年3⽉末

<資産の部> <負債・純資産の部>
（億円） （億円）

(⾃⼰資本⽐率)
69.0％

69.4％ 73.2％

 9ページは貸借対照表の説明です。

 2025年3⽉末の総資産は、2,380億円となりました。

 左側、資産の部ですが、
売上債権の回収や固定資産の売却により、現預⾦が増加しました。
在庫については、引き続き将来の出荷を⾒据えた⽔準となっています。

 右側、負債・純資産の部については、
⻑期借⼊⾦が減少したことで、負債が減少、
利益の計上により純資産が増加しました。

 3⽉末の⾃⼰資本⽐率は 73.2%となりました。
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@ TOKYO SEIMITSU

キャッシュフロー
利益の増加、売上債権の回収、固定資産売却などにより、FCFは3期ぶりのプラス
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現⾦等
490 

営業
+10

投資
-84

財務
-22

換算差額等
+6 400 

+49

-106

+16 +8 367 

+288
+25

-140
+4 545 

期⾸ 期末期末 期末2022年度 2023年度 2024年度

（億円）

フリーキャッシュフロー(FCF)
-74

FCF
-57

FCF
+314

 10ページはキャッシュフローに関する説明です。右側が2024年度です。

 今年度のフリーキャッシュフローはプラス314億円となり、
3期ぶりのプラスとなりました。

 この2か年は、将来の売上に向けた在庫増、設備投資などにより
フリーキャッシュフローがマイナスでしたが、
その在庫増加傾向が落ち着いてきたこと、
売上債権回収や 固定資産の売却により、プラスに転じました。

 期末の現預⾦残⾼は545億円となりました。
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@ TOKYO SEIMITSU

試験研究費・設備投資・減価償却費
研究開発活動の強化により試験研究費が増加
設備投資として、名古屋⼯場建設のほか、韓国デモセンター新規着⼯に向けた設備投資が発⽣
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 11ページは試験研究費、設備投資、減価償却の実績です。

 2024年度は、より⼀層研究開発活動を強化したことにより
研究開発費が100億円を超える⽔準となりました。

 設備投資ですが、今年7⽉に竣⼯予定の名古屋⼯場の投資に加え、
この度 韓国に新たなデモセンターを建設することを決定しました。
この投資が2024年度に20億円程度追加で発⽣したことで、
計画を上回りました。

 減価償却費はほぼ想定並みの着地でした。

 ここまでが、2024年度実績の説明となります。
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@ TOKYO SEIMITSU

受注動向

売上・営業利益
2025年度通期業績予想の前提

12

関税政策の影響：動向を注視
半導体：投資判断に⼀時的な停滞傾向がみられるが、⽣成AIを含むHPC需要は堅調と想定

 ⽣成AIを含むHPC： 2025年度上期は 2024年度下期の⼒強さを維持
 グローバルOSAT：稼働率は回復傾向。China +1 需要を含む投資拡⼤に期待
 中国需要： パワー半導体を除き、⼀定の⽔準で推移

計測：引き続き、更新投資や充放電試験システムの事業機会を捉える

関税政策の影響：動向を注視
半導体：引き続き⽣成AIを含むHPC案件の売上が貢献

 ⽣成AIを含むHPC： 売上⾼・利益に占める割合は増加 (3割程度)

 グローバルOSAT：HPC向けプローバの出荷増加を想定
 中国需要：受注済案件の出荷・据付が計画通り続く

計測：汎⽤・⾃動計測は回復が待たれる、下期以降は充放電試験システムの売上が貢献
利益：部材調達価格・経費等の上昇が⾒込まれるが、原価低減活動を進める

 12ページには、2025年度の通期業績予想の前提を⽰しております。

 まず、売上・利益⾯です。
関税政策の影響については、状況を注視しておりますが、
定量的に⾒積もることは困難であり、予想には折り込んでおりません。
その上で、売上⾯では前期から続く⽣成AIを含むHPCの出荷、ならびに
グローバルOSAT向けの売上が貢献するほか、
中国向けの出荷・据付も堅調と想定しています。
計測では、汎⽤・⾃動計測の需要回復が待たれますが、
下期以降、充放電試験システムの売上増加を想定しています。
利益⾯では、経費などの上昇を抑制しながら原価低減を図り、
⼀定の利益率を確保していきます。

 受注動向についてです。
関税政策の影響により、顧客が⼀時的に投資判断を延伸する可能性が
ありますが、これが全体に及ぼす影響は想定が難しく、
動向を注視しています。
その上で、⽣成AIを含むHPCに関連した引合いは、
2024年度下期の勢いを維持すると⾒ています。
また、グローバルOSATの稼働率も回復傾向にあり、
さらにAIの⺠⽣エレクトロニクスへの普及による 需要の回復に
強く期待をしております。

12
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2025年度通期業績予想
半導体は、引き続き⽣成AIを含むHPCがけん引、計測は、事業環境に⼤きな変化はない想定
設備投資は、東京都⼋王⼦市に新⼯場向け⽤地を取得
前提為替レートは140円/ドル（為替変動影響は軽微：円建て⽐率⾼）

13

前期⽐2025年度通期予2025年度下期予2025年度上期予2024年度通期2024年度下期2024年度上期セグメント売上⾼
+8%1,2206106101,135592543半導体製造装置
-0%370195175371199171計測機器

前期⽐2025年度通期予2025年度下期予2025年度上期予2024年度通期2024年度 下期2024年度 上期全社業績(億円)
----1,456745711受注⾼

+6％1,5908057851,505791714売上⾼
+4％310158152297163134営業利益
-0pt(20％)(20％)(19％)(20％)(21％)(19%)(利益率)

+4%310158152299168132経常利益
-15%217111106256121136当期純利益

+11%115--1045351試験研究費
+7%110--1026340設備投資
+8%55--512625減価償却費

 これらの前提を踏まえた2025年度の通期業績予想を
13ページに記載しています。

 売上⾼ 1,590億円、営業利益310億円、経常利益310億円、
当期純利益217億円を⾒込んでおります。

 セグメント別の売上予想は、半導体1,220億円、計測370億円としています。

 2025年度の設備投資には、東京都⼋王⼦市に新設する⼯場の⽤地取得が含ま
れます。

 前提為替レートは、1ドルが140円です。
現時点では、為替変動による業績への変動は軽微と⾒積もっております。

 なお配当については、1株214円を予想しています。

13



@ TOKYO SEIMITSU

半導体 – 売上・受注⾼⾒込

14
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2025年度上期受注⾼は前年度下期⽐で10％増加を想定

（億円）

 14ページは、半導体事業の 売上⾼及び受注⾼の、半期ごとの⾒込みです。

 この上期の受注⾼は、前年度下期⽐ 約10％の増加を想定しています。

 上期予想の製品構成⽐は、
売上⾼、受注⾼ともに、検査装置 6割、 加⼯装置4割を想定しています。

 また、上期の⽣成AIを含むHPCの構成⽐は
受注⾼で3割、売上⾼で2割半ばを⾒積もっております。

14
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計測 – 売上・受注⾼⾒込
2025年度上期受注⾼は前年度下期⽐で微増を想定

15
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 15ページは、計測事業の売上⾼及び受注⾼の、半期ごとの⾒込みです。

 上期の受注は、前年度下期⽐で微増を想定しております。
新規投資が伸び悩む中でも、幅広く更新需要を積み上げていく計画です。

 上期予想の製品構成⽐は、
売上⾼、受注⾼ともに、汎⽤計測 6割、⾃動計測が3割、
残りが充放電を想定しています。

 以上が、2024年度決算、ならびに2025年度業績の説明となります。
ご清聴 ありがとうございました。
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質疑応答 / Q&A
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@ TOKYO SEIMITSU

Supplementary Data - セグメント別業績推移 / Segment Information

17

四半期 Quarter会計期間 Fiscal Year

（百万円）
Million Yen

2025年3⽉期 FY2025/32024年3⽉期 FY2024/32025年
3⽉期

FY2025/3

2024年
3⽉期

FY2024/3

2023年
3⽉期

FY2023/3

2022年
3⽉期

FY2022/3 4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q

26,54429,45624,63127,08123,60420,17521,95720,345107,71386,08299,366152,896半導体
SPEO

rders

受
注
⾼ 8,7179,7819,08210,3367,6329,9637,9819,22537,91734,80236,96033,159計測

Metr.

35,26239,23733,71337,41731,23630,13929,93829,571145,631120,885136,326186,056合計
Total

69,63079,20572,78580,43375,39887,30084,71090,99369,63075,39889,371102,370半導体
SPEB

a
cklog

受
注
残
⾼

13,47016,03114,91115,36212,60615,25313,06113,75813,47012,60612,4289,904計測
Metr.

83,10195,23687,69795,79688,004102,55397,771104,75283,10188,004101,799112,274合計
Total

36,11823,03632,28022,04635,50517,58528,24118,722113,481100,055112,365101,145半導体
SPES

a
le

s

売
上
⾼ 11,2788,6619,5327,58010,2787,7728,6787,89537,05334,62434,43629,556計測

Metr.

47,39731,69841,81229,62645,78425,35736,91926,618150,534134,680146,801130,702合計
Total

8,7224,4497,8243,3149,0041,9125,7733,20824,31119,89929,86624,698半導体
SPE

O
P

営
業
利
益

1,9051,2201,4977681,9161,0841,3651,0425,3925,4084,6283,628計測
Metr.

10,6275,6709,3224,08310,9212,9977,1384,25029,70325,30734,49428,327合計
Total

24.1%19.3%24.2％15.0%25.4%10.9%20.4%17.1%21.4%19.9%26.6%24.4％半導体
SPE

O
P

 M
argin

営
業
利
益
率

16.9%14.1%15.7％10.1%18.6%14.0%15.7%13.2%14.6%15.6%13.4%12.3％計測
Metr.

22.4%17.9％22.3％13.8%23.9%11.8%19.3%16.0%19.7%18.8%23.5%21.7％合計
Total

17
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Supplementary Data - 損益計算書 / Income Statement

18

四半期 Quarter会計期間 Fiscal Year

（百万円）
Million Yen

2025年3⽉期 FY2025/32024年3⽉期 FY2024/32025年
3⽉期

FY2025/3

2024年
3⽉期

FY2024/3

2023年
3⽉期

FY2023/3

2022年
3⽉期

FY2022/3 4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q

47,39731,69841,81229,62645,78425,35736,91926,618150,534134,680146,801130,702売上⾼ Net Sales

27,60917,96024,75717,75327,22014,89422,38715,41588,08179,91784,96777,694売上原価 Cost of goods sold

19,78713,73817,05411,87318,56410,46214,53111,20362,45354,76261,83453,008売上総利益 Gross Profit on Sales

9,1598,0677,7327,7907,6437,4657,3926,95232,75029,45427,33924,681

販売費および⼀般管理費
Selling, general and   
administrative expenses

10,6275,6709,3224,08310,9212,9977,1384,25029,70325,30734,49428,327営業利益 Operating profit 

5553939287541522455639211,404965987営業外収益 Non-operating income

534-42253141676422103684259162153営業外費⽤ Non-operating expenses

10,1486,6328,8294,32911,3942,9857,3614,71029,93926,45335,29729,160経常利益 Recurring Profit

004,483107943-264,493824103390特別利益 Extraordinary gains

0157--7-14-158212,09934特別損失 Extraordinary losses

10,1486,47413,3124,33912,1812,9897,3474,73634,27527,25533,30129,516
税引前利益
Profit before income taxes and minority interests

2,5961,8703,3107543,4378971,9981,4568,5317,7919,6078,132
法⼈税等合計
Total Income tax and others 

3929631-19244633106846257

⾮⽀配株主に帰属する四半期純利益
Net Profit attributable 
to minority interests 

7,5124,5749,9963,5548,7632,0675,3023,24525,63719,37823,63021,326
親会社株主に帰属する当期純利益
Net Profit attributable to Owners of the Parent

185.67113.07247.0987.89217.0051.23131.4980.63633.75480.49581.33522.52
1株当たり当期純利益(円)
Net Profit per Share（Yen)

--------628.31475.42575.62517.51

潜在株式調整後
1株当たり当期純利益(円)
Net Profit per Share  (diluted) (Yen)

18
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Supplementary Data - 貸借対照表 / Balance Sheet

19

2025年3⽉期 FY2025/32024年3⽉期 FY2024/32023年3⽉期FY2023/32022年3⽉期
FY2022/3

(百万円) (Million Yen)

54,54136,78240,08049,033
現⾦及び預⾦
Cash and cash equivalentsC

urrentA
ssets

流
動
資
産

39,80942,80143,40338,367
売上債権※1
Accounts Receivable※1

69,51367,22553,48240,325在庫 Inventories

5,4777,0227,0056,103その他 Others

169,341153,831143,972133,829合計 Total

68,61071,69365,06056,457固定資産合計 Total Fixed Assets

237,952225,524209,032190,287総資産 Total Assets

16,66517,84522,35929,876買⼊債務※2 Accounts Payable※2C
urrent

L
ia

b
ilitie

s

流
動
負
債

30,26828,15628,58825,765その他 Others

46,93346,00250,94755,641合計 Total

14,78921,09412,0573,564固定負債合計 Total long-term liabilities

61,72367,09763,00459,206負債合計 Total Liabilities

176,229158,427146,028131,081純資産合計 Total Net Assets

237,952225,524209,032190,287負債・純資産合計 Total Liabilities and Net Assets

20,08425,17114,1915,497有利⼦負債合計 Total interest-bearing debt

73.2%69.4%69.0％68.1%⾃⼰資本⽐率 Equity Ratio(%)

15.5%12.9%17.3％17.4%⾃⼰資本利益率 ROE(%)

※1: 電⼦記録債権、契約資産を含む
Incl. Electronically recorded monetary claims

※2: 電⼦記録債務を含む
Incl. Electronically recorded obligations-operating 
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Supplementary Data - 各種費⽤, キャッシュフロー/ Expenses and Cash 
Flows

20

2025年3⽉期
FY2025/3

2024年3⽉期
FY2024/3

2023年3⽉期
FY2023/3

2022年3⽉期
FY2022/3

（百万円）(Million Yen)

10,3549,0428,5428,146試験研究費 R&D expenses

10,24511,6029,7259,793設備投資 Capex

5,1054,6733,8323,551
減価償却費（のれんの償却を除く）
Depreciation（excl. Amortization of goodwill）

2025年3⽉期
FY2025/3

2024年3⽉期
FY2024/3

2023年3⽉期
FY2023/3

2022年3⽉期
FY2022/3

（百万円）(Million Yen)

28,8244,8921,00023,837
営業活動によるキャッシュフロー
Cash flows from operating activities

2,541-10,563-8,421-8,990
投資活動によるキャッシュフロー
Cash flows from investing activities

31,365-5,671-7,42114,846
フリーキャッシュフロー
Free cash flows

-13,9911,616-2,174-10,346
財務活動によるキャッシュフロー
Cash flows from financing activities 

404755625882
現⾦及び現⾦同等物に係る換算差額等
Adjustments

54,51636,73640,03649,006
現⾦及び現⾦同等物の期末残⾼
Cash and cash equivalents at the end of year

2025年3⽉期
FY2025/3

2024年3⽉期
FY2024/3

2023年3⽉期
FY2023/3

2022年3⽉期
FY2022/3

（⼈数）(# of People)

2,7672,6582,4682,354正社員合計 Total regular employees

1,2581,2251,2581,123
臨時従業員 年間平均雇⽤⼈員数 (*1) 
Average number of part-time employees, not included in the above figure

4,0253,8833,7263,477従業員合計 (*1) Number of employees

※1: 従前の補⾜資料では、臨時従業員数の期末の実数を表記しておりましたが、今回より年間平均数に改めております。また従業員合計は、正社員合計⼈数と、期間平均臨時従業員数の単純合算です。
In previous supplementary documents  the number of temporary employees was given as the actual number at the end of each fiscal term. However,  this has been revised to the average number 
for each period.  Therefore, “Number of employees” is a simple sum of the total number of regular employees and the average number of temporary employees during the period. Incl.
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